
《封装基板用积层绝缘膜》（行业征求意见稿）
编制说明

一 任务来源

任务来源于中国电子电路行业协会标准化工作委员会。本规范由中国电子电路行业协会标准化工作委员会提出，由中国电子电路行业协会标准委员会归口，由深圳市柳鑫实业股份有限公司牵头进行起草。
二 标准修订的意义和必要性

 2.1 标准修订的意义

随着半导体技术进步使电子设备迅速变得更小、更精确，芯片封装用基板材料的线宽/线距达到12μm，且正朝着更细微的5μm方向发展，传统的PCB减法蚀刻方式显然不能满足封装基板品质要求。封装基板基本采用工艺更加精细的半加成法进行制作，积层绝缘膜则是半加成法制造工艺关键核心材料之一。积层绝缘膜材料正成为全球半导体封装领域的关键技术，其市场规模预计将从2023年的4.71亿美元增长至2029年的6.853亿美元，年复合增长率达6.5%；这种增长主要得益于积层绝缘膜在高性能计算、通信基站等关键领域的广泛应用，尤其在中国市场的快速发展。在下游应用方面，PC是最大的市场，占比约61%，其次是服务器/数据中心，占比17.8%；预计未来几年，HPC/AI芯片将是增长最快的领域，2023-2028年的复合增长率预计约为21.8%。随着基板厂商加大对封装基板的投入，封装基板的关键材料积层绝缘膜需求也会随之激增，然而目前在全球范围内，尚没有针对积层绝缘膜建立通用的技术规范，这也严重限制了刚性有机封装基板用积层绝缘膜的生产和应用，因此尽快建立相关国内标准，有利于推动积层绝缘膜产品的规范化，支撑封装基板整体产业链的快速发展。

2.2 标准修订的必要性

积层绝缘膜目前全球只有日本味之素和积水化学公司生产，其中味之素公司的ABF膜材料目前是独家垄断，市占率达到95%，积水化学的相关产品约占5%。国内像深圳柳鑫/深圳纽菲斯、广东生益、深圳先进院/浙江华正、深圳伊帕思、武汉三选等企业也先后开展了刚性有机封装基板用积层绝缘膜相关产品的研发与产业化，预期相关产业将在未来得到高速发展。然而在此背景下，刚性有机封装基板用积层绝缘膜在国际和国内都还没有明确的标准可以参考，大多数是根据客户要求进行生产而非通用的规范，不利于目前国内封装基板整体产业的快速发展。
三 编制过程
3.0工作稿筹备阶段

2024的3月，组长单位深圳市柳鑫实业股份有限公司将《CPCA 团体标准制修订计划表》、《CPCA 团体标准制修订计划申请表》提交CPCA标委会，CPCA批复同意立项，缴纳项目资金10万。

2024的5月，组长单位深圳柳鑫在CPCA协会内征集组员和副组长单位，此次共征集副组长2名，组员38名，主要分工及名单如下表1。
表1  标准编制组成员及分工

	序号
	名称
	单位
	职位
	分工

	1
	杨柳
	深圳市柳鑫实业股份有限公司
	组长
	主要负责标准内容审核、进度控制、工作部署安排等。

	2
	何岳山
	深圳市纽菲斯新材料科技有限公司
	副组长
	主要负责标准的编写

	3
	招淑玲
	安捷利美维(厦门）有限责任公司
	副组长
	协助进行标准内容的编写和审核

	4
	朱云
	安捷利美维(厦门）有限责任公司
	副组长
	参与标准审核，提供修改建议

	5
	黄伟
	安捷利美维(厦门）有限责任公司
	副组长
	参与标准审核，提供修改建议

	6
	张伦强
	深圳市柳鑫实业股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	7
	龙辰
	深圳市纽菲斯新材料科技有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	8
	刘飞
	深圳市纽菲斯新材料科技有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	9
	黄云钟
	深圳市柳鑫实业股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议


2024的5月29日，由中国电子电路行业协会标准部朱宏宇主持，在线上召开了标准启动会，共有27个单位33位代表及专家参加会议。参加会议的单位有：中国电子电路行业协会、深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司、珠海越亚半导体股份有限公司、安捷利美维(厦门）有限责任公司、工业和信息化部电子第五研究所、电子科技大学、生益电子股份有限公司、深南电路股份有限公司、广州广合科技股份有限公司、竞陆电子（昆山）有限公司、志博信科技（珠海）有限公司、博敏电子股份有限公司、龙南鼎泰电子科技有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、江西红板科技股份有限公司、宁波华远电子科技有限公司、深圳中科华正半导体材料有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、安徽鸿海新材料股份有限公司、江苏富乐华半导体科技股份有限公司、东莞广合数控科技有限公司、新乡市慧联电子科技股份有限公司。如下是会议纪要的详细内容：
	《封装基板用积层绝缘膜》首次会议纪要

	会议时间
	2023/5/29  13:30-15:40

	会议方式
	腾讯会议

	会议主持
	朱民

	会议记录
	贺瑜

	会议内容

	1
	标准启动会中国电子电路行业协会标准化工作委员会朱民主任发言并总结，他提到：

1、此标准的在封装基板应用中有他的必要性和重要性；

2、从细节方面考虑到技术规范对标；

3、涉及标准专利的规避；

4、技术参数需要27家组员单位参与验证和共享；

5、6月份协会组织了标准制订培训，各组员积极的参加。

	2
	深圳市柳鑫实业股份有限公司杨柳总经理发言，她提到：

本次标准启动会针对的产品——封装基板用增层胶膜，是柳鑫实业在电子材料领域的新产品系列，早在七年前柳鑫就预判到行业需求，提前布局研发，投入了数亿元。柳鑫依托多年来在电子信息新材料领域的积淀，以及持续引进高精尖专业人才，经过几年时间的技术攻关，最终成功开发出具有自主知识产权的NBF系列电子绝缘增层胶膜产品，并成功进入产业化应用阶段。目前，全球封装基板用增层胶膜依然被国外企业垄断供应，行业标准和规范更是空白。作为半导体先进封装“卡脖子”高端材料先行者，柳鑫更应该承担起新材料技术突破的责任，推进国产替代，助力国内先进半导体自主产业链的健全和升级。

随着科技的不断进步，新的技术和发明层出不穷，特别是在当前中美科技竞争加剧的大背景下，新材料的创新显得尤其重要，而行业标准将起到引领和规范的作用。标准的制定不仅能够带来企业的竞争力提升，还有助于整个行业的发展和进步。所以，柳鑫也一直主动积极参与行业标准的制定相关工作。

	3
	随后由深圳市柳鑫实业股份有限公司的许伟鸿工程师做了《封装基板用增层胶膜规范》标准情况介绍，之后中国电子电路行业协会标准化工作委员会龚永林主审发表了意见看下，主要如下：

1、对产品应用情况要有情况说明，结合下游产商的应用情况，明确标准化对象的适用范围，满足产品应用及行业发展需求；

2、新产品在定团标或行标前，从基础条件要首先作为产品统一要制订企业标准，才能上升至行标；通过企业标准先行对相关技术产品进行规范化，再推广到行业应用当中，保证标准的严谨性和实用性。

	4
	最后标准编制工作组成员依次发言交流，主要意见如下：

1、增加产品应用情况说明；

2、柳鑫企业内部先需形成内部技术标准；

3、提前做好标准相关的专利规避；

4、与国际标准的对比；

5、积层胶膜是否有产品；

6、封装基板用积层胶膜；

7、发掘国内产品的特性；

8、不同厂家膜材加工过程参数差异，综合考虑不同产品的区别；

9、关注产品应用，如检测方法等；

10、系列标准？

11.、代表积层胶膜的共性？

12、标准参数与国际水平的对齐度

13、考虑基板产商和终端的需求

14、标准目的和范围；

15、分析问题和需求；

16、明确技术规范与指标；

17、匹配环保与安全的要求；

18、IEC、国标、CPCA标准统一推进，团队标准要求可以更高；

19、数据验证共同分享；

20、邀请味之素参与IEC标准的制定；

21、ABF出货标准与基板产商的验收标准，针对争议点进行验证，新增检验方法和检验手段；

22、拓展其他应用领域，制定不同等级分类；

23、积层胶膜与其他积层材料的区别（单独列出）；

24、团队中的基板产商与终端用户是否具有代表性；

25、不同等级的应用；

26、应用的生命周期（双碳背景下）；

27、标准制定的引用性（标准引用）；

28、细化标准的测试方法；

29、高质量图片展示；

30、标准专利相关问题；

31、标准相关数据与参数；

32、标准的规范性与相关培训。


2024年6月，组长单位完成标准内容初稿编写。
2024年7月，组长单位基于标准内容初稿与副组长单位对标准框架、标准内容细节等问题进行了第一次线上讨论，并进行了修改。

2024年8月，组长单位完成标准初稿并向所有组员进行意见收集，此次共收集到11家单位的回复意见，总意见达到109条，经过编制组内部讨论，直接采纳98条，不采纳8条，待讨论3条。

2024年9月初，组长单位完成工作组讨论稿并向CPCA标委会秘书处申请召开首次标准面审会。
3.1 面审会

2023年9月，由中国电子电路行业协会标委会主持，于2024年9月13日在深圳召开了工作组讨论稿审查会，共有29个单位39位代表及专家参加会议，会议成立了审查组，参加会议的单位有：中国电子电路行业协会、深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司、珠海越亚半导体股份有限公司、安捷利美维(厦门）有限责任公司、工业和信息化部电子第五研究所、电子科技大学、生益电子股份有限公司、深南电路股份有限公司、广州广合科技股份有限公司、竞陆电子（昆山）有限公司、志博信科技（珠海）有限公司、博敏电子股份有限公司、龙南鼎泰电子科技有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、江西红板科技股份有限公司、宁波华远电子科技有限公司、深圳中科华正半导体材料有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、安徽鸿海新材料股份有限公司、江苏富乐华半导体科技股份有限公司、东莞广合数控科技有限公司、新乡市慧联电子科技股份有限公司。

审查组在听取标准编制组就标准编制过程简介、编制原则和主要技术内容说明、初步意见汇总处理情况等汇报后，本着科学求实、认真负责的态度，逐章逐条对标准送审稿进行了审查，并给出20余条修改意见，其中包括将标准名称由《封装基板用增层胶膜规范》更改为《封装基板用积层绝缘膜》，工作组对每条意见进行逐条确认，最终全部采纳。
四 标准的适用范围和编制原则

4.1标准的适用范围

本文件规定了封装基板用积层绝缘膜产品的术语和定义、产品分类、要求、质量保证、标识、包装、运输及贮存要求。

本文件适用于封装基板用积层绝缘膜，其他产品参照使用。
4.2 标准的编制原则

本标准在制定中遵循以下基本原则：
1）标准的格式严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 ：标准的结构和编写规则》要求。
2）标准应具有规范性、完整性，内容满足任务书规定的要求。
3）有关试验方法的编写，应遵循GB/T 20001.4《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》。
五 主要技术内容说明

本标准是自主制定，此次属于首次制定，本标准对封装基板用积层绝缘膜的外观要求，尺寸要求（长度、宽度、厚度及其公差），性能要求（凝胶时间、挥发物含量、溢胶量、最低熔融粘度、玻璃化转变温度（DMA法）、模量、热膨胀系数（X/Y轴）、相对介电常数、介质损耗因数、电气强度、拉伸强度、断裂伸长率、热分解温度、耐化学性、吸水率、卤素含量、燃烧性、热应力、剥离强度、体积电阻率、表面电阻率）等作出具体规定。
六 主要试验（或验证）情况分析
为了验证标准技术内容的科学性和国内适用性、试验方法的稳定性及其可靠性，我们在行业中选取3个厂家生产的同类产品，分别是深圳市柳鑫实业股份有限公司的样品1、广东生益科技股份有限公司的样品2、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司的样品3进行了数据验证，具体测试数据如下：

表2.1 BF-01数据
	测试项目
	单位
	BF-01 [Df≤0.0200（10GHz SPDR法），CTE （25℃～150℃）≤50ppm]

	
	
	柳鑫实业
	生益科技
	深圳纽菲斯

	
	
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3

	挥发物含量（130℃）
	%
	3.62
	3.70
	3.74
	3.11
	2.94
	3.02
	3.63
	3.71
	3.72

	溢胶量
	mm
	3.5
	3.0
	3.2
	3.2
	3.5
	3.6
	3.4
	3.1
	3.2

	Tg（DMA）
	℃
	171
	172
	173
	171
	172
	171
	174
	171
	173

	模量
	GPa
	4.3
	4.6
	4.4
	4.5
	4.3
	4.7
	4.5
	4.4
	4.3

	X-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	45
	48
	47
	43
	46
	44
	46
	47
	47

	Y-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	44
	49
	46
	46
	45
	48
	45
	49
	48

	Dk@10GHz SPDR法
	-
	3.35
	3.33
	3.32
	3.25
	3.3
	3.2
	3.34
	3.33
	3.33

	Df@10GHz SPDR法
	-
	0.0167
	0.0164
	0.0157
	0.0166
	0.0160
	0.0155
	0.0166
	0.0165
	0.0159

	电气强度
	kV/mm
	70
	70
	70
	73
	76
	79
	70
	70
	70

	耐化学性
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	吸水性
	%
	0.48
	0.49
	0.49
	0.30
	0.35
	0.32
	0.49
	0.48
	0.49

	卤素含量
	ppm
	400
	400
	400
	500
	500
	500
	400
	400
	400

	燃烧性
	等级
	FV-0
	FV-0
	FV-0
	V-0
	V-0
	V-0
	FV-0
	FV-0
	FV-0

	热应力
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	表面电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^9
	10^9
	10^9
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ⸱m
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7

	表面电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ⸱m
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8


表2.2 BF-02数据
	测试项目
	单位
	BF-02 [Df≤0.0150（10GHz SPDR法），CTE （25℃～150℃）≤30ppm]

	
	
	柳鑫实业
	生益科技
	深圳纽菲斯

	
	
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3

	挥发物含量（130℃）
	%
	2.37
	2.45
	2.39
	2.5
	2.7
	2.2
	2.39
	2.44
	2.38

	溢胶量
	mm
	2.5
	2.1
	2.3
	3.0
	3.1
	3.2
	2.6
	2.2
	2.3

	Tg（DMA）
	℃
	191
	191
	192
	-
	-
	-
	185
	187
	186

	模量
	GPa
	7.8
	7.68
	7.41
	7.2
	7.1
	7.4
	7.8
	7.68
	7.41

	X-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	21
	22
	21
	28
	25
	26
	23
	22
	23

	Y-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	21
	21
	22
	25
	24
	26
	22
	21
	22

	Dk@10GHz SPDR法
	-
	3.36
	3.39
	3.39
	3.25
	3.29
	3.28
	3.36
	3.39
	3.39

	Df@10GHz SPDR法
	-
	0.0123
	0.0124
	0.0124
	0.0120
	0.0124
	0.0123
	0.0124
	0.0125
	0.0122

	电气强度
	kV/mm
	50
	50
	50
	59
	55
	56
	50
	50
	50

	耐化学性
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	吸水性
	%
	0.49
	0.42
	0.48
	0.44
	0.40
	0.45
	0.47
	0.46
	0.48

	卤素含量
	ppm
	400
	400
	400
	500
	500
	500
	400
	400
	400

	燃烧性
	等级
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0

	热应力
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	表面电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^9
	10^9
	10^9
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ⸱m
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7

	表面电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ⸱m
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8


表2.3 BF-03数据
	测试项目
	单位
	BF-03 [Df≤0.0080（10GHz SPDR法），CTE （25℃～150℃）≤20ppm]

	
	
	柳鑫实业
	生益科技
	深圳纽菲斯

	
	
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3

	挥发物含量（130℃）
	%
	2.74
	2.87
	2.94
	2.1
	2.2
	2.3
	2.72
	2.77
	2.84

	溢胶量
	mm
	2.2
	2.1
	1.9
	3
	3
	3.8
	2.3
	2.2
	1.9

	Tg（DMA）
	℃
	232
	230
	231
	200
	199
	201
	227
	229
	228

	模量
	GPa
	9.2
	9.1
	8.9
	9.1
	9.5
	9.3
	9.1
	9.0
	8.9

	X-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	17
	18
	18
	18
	17
	16
	18
	19
	18

	Y-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	17
	18
	18
	17
	19
	16
	17
	18
	19

	Dk@10GHz SPDR法
	-
	3.4
	3.4
	3.4
	3.11
	3.16
	3.14
	3.4
	3.3
	3.4

	Df@10GHz SPDR法
	-
	0.0070
	0.0069
	0.0068
	0.0075
	0.0073
	0.0071
	0.0070
	0.0071
	0.0069

	电气强度
	kV/mm
	60
	60
	60
	62
	65
	61
	60
	60
	60

	耐化学性
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	吸水性
	%
	0.35
	0.42
	0.38
	0.33
	0.35
	0.31
	0.36
	0.41
	0.38

	卤素含量
	ppm
	300
	300
	300
	324
	375
	362
	300
	300
	300

	燃烧性
	等级
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0

	热应力
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	表面电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ⸱m
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7

	表面电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ⸱m
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7
	10^7


表2.4 BF-04数据
	测试项目
	单位
	BF-04 [Df≤0.0050（10GHz SPDR法），CTE （25℃～150℃）≤20ppm]

	
	
	柳鑫实业
	生益科技
	深圳纽菲斯

	
	
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3
	样品1
	样品2
	样品3

	挥发物含量（130℃）
	%
	3.92
	3.85
	3.91
	1.98
	1.88
	1.75
	3.91
	3.86
	3.92

	溢胶量
	mm
	3.8
	4.0
	4.1
	2.9
	2.8
	3
	3.7
	3.9
	4.1

	Tg（DMA）
	℃
	172
	171
	173
	172
	172
	173
	173
	171
	172

	模量
	GPa
	8.1
	8.2
	8.1
	8.8
	8.5
	9.2
	8.2
	8.2
	8.1

	X-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	18
	16
	18
	17
	18
	19
	17
	18
	18

	Y-CTE（25℃～150℃）
	ppm
	18
	17
	17
	18
	19
	16
	18
	17
	17

	Dk@10GHz SPDR法
	-
	3.31
	3.33
	3.3
	3.2
	3.28
	3.27
	3.32
	3.33
	3.31

	Df@10GHz SPDR法
	-
	0.0044
	0.0045
	0.0044
	0.0045
	0.0048
	0.0047
	0.0045
	0.0045
	0.0044

	电气强度
	kV/mm
	60
	60
	60
	68
	66
	68
	60
	60
	60

	耐化学性
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	吸水性
	%
	0.36
	0.35
	0.36
	0.3
	0.29
	0.28
	0.37
	0.35
	0.34

	卤素含量
	ppm
	400
	400
	400
	450
	450
	450
	400
	400
	400

	燃烧性
	等级
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0
	V-0

	热应力
	-
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象
	无分层、起泡、起皱及融化现象

	表面电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^9
	10^9
	10^9
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（湿热后在潮湿箱中）
	MΩ⸱m
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8

	表面电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ
	10^8
	10^8
	10^8
	10^9
	10^9
	10^9
	10^8
	10^8
	10^8

	体积电阻率（E-24/125处理后在烘箱中）
	MΩ⸱m
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8
	10^8


七 知识产权情况说明
本标准不涉及专利和知识产权问题。
八 采用国际标准和国外先进标准情况
国内外“封装基板用积层绝缘膜”标准处于空白。
九 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
封装基板用积层绝缘膜产品暂无相关的法律法规和强制性标准，因此本标准符合法律、法规的要求，也不会和相关强制性标准冲突；另外本标准产品能够与正在论证申办的国家标准《刚性有机封装基板通用规范》（计划号:20220107-T-339）部分相配套。
十 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十一 贯彻标准的要求和措施建议
建议该标准尽快发布实施，以使该标准贴近市场，跟上行业的技术发展。

十二 替代或废止现行相关标准的建议
此标准为新建的行业标准，无替代或废止的相关现行标准。
十三 其它应予说明的事项
无。
             《封装基板用积层绝缘膜》工作组

                          2024-11-08
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